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£l presente invento se refiere a un semiconduc~
tor encapsulado, ¥ en psriicular a un dispositivo semi-
conductor de potencia del tipo de disco, de bajo coste,

La consgtruccidn de rectificador de tipo de dis-

co es particularmente adecusda para utilizacidén en recti-

- ficadores conectados en serie apilados, Tipicamente, este

tipo de conjunto rectificador incluye nmiembros de contac-
to suparicr e inferior entre los cuales estd situado wn
niembro de wnién. EL miembro de unidn incluye una unién
rectificadora p-n u obtro tipo de pastilla semiconductora
¥ electrodos superior e inferior unidos al ¢lemento semi-
conductor, El miembro de unién estd cerrado herméticemen-

te y situado en posicidn entre los contactos por medio de

un aisledor cilfndrico cerdmico o mediente un soporte ¢e anillo

de pldstico moldeado, En el conjunto apilado, los dispo-
sitivos encapsulados estdn colocados entre las placas de
un disipador de calor pera comstituir wma variedad de die-
ferentes capacidades de rectificacién de potencia.

Fn el caso de la encapsulacién en pldstico mol-
deado, la pastilla semiconductora o miembro de widn in-
cluys material eléctricamente conductor o electrodos wni-
dos & las superficies superior e inferior. ILos miembrog
de contacto superior e inferior comprenden diafragmas esen-
cialmente circulares gque tienen pestafias que se extienden

hacia el exterior que sobresalen mds alld del borde perifé-
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rico del miembro de wnidn, Un anillo de material pldstico
estd moldeado permanentemente a estas pestaflas que se ex=
tienden hacis el exterior para former wn cierre hermético
con las nismas. Para asegurar que el cierre es hermético,
estd situado preferiblemente un anillo tdrico entre las
pestafias que se extienden hacia el exterior y moldeadas
con ¢l anillo.

L anillo de tipo pldstico es preferido al ma-
terial cerdmico porque se requiere soldzdura fuerte entre
el material cerdémico y el conductar eléctrico. El procedi-
miente de soldadura fuerte ha sido muy costoso, y de este
modo, pone efectivamente 2. estas unidades en desventaja
competitiva.

El principal objeto del presente invento es crear
wa encapsulacién de semiconductor perfeccionada que supera
las desventajas asociadas con la encapsulacién cerdmica
y de resina, Con este objeto a la vista, el presente inven-
$0 reside en un dispositive semiconducior encapsulado que
comprende una pastilla semiconductora gue tiene unidos so-
bre cada una de sus caras un electrodo, y un par de contac—
tos cilindricos situadeos a tope con wt electrode asociado
¥ que inciuye pestailas circunferenciales que se extienden
hecia el exterior; caracterizado por uwn miembro cilindrice
elastoméricode encapsulado que tiene un parrde pestaflas cipr~

cunferencisles que se extienden hacia el interior situvadas
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vara aplicarse con las pestafias respectivamente ssociadss
de los miembros de contacto y un elemento de cierre hermé.
tico que se extiende hacia el interior y estd dispuesto
para ajustarse por compresidn entre las pestefias del miem-~
bro de contacto para proporcionar un cierre hermético pars
la pastilla.

Las pestafias estdn destinadas a aplicacién por
compresidn con la pestafia circunferencialde los respecti-
vos miembros de contacto y proporcionan una fuerza de come
presién sobre el conjunto. Ia fuerza de compresidn asi crea-
da es suficiente para mantener el conjunto durante los pa-
sos de fabricacidn adicionales as{i como para proporcionar
contactos mecdnico y eléotrico entre los miembros de con-
tacto y de wnidn para fines de prueba. Cuando el disposi-

tivo estd incorporsdo entre las placas de un disipador de

- calor, las pestafias periféricas delimitan las placas para

mantener el conjunto interior sustancialmente libre de con-
taminacidn,

Elastémero y elastomético, como se utiliza aqui
connota una sustancia que por encima de wne cierta tempera—
tura (llamada "temperatura de transicidén vitrea") puede
ser estirada y, después de haber sido estirada y haber eli-
minado la tensidn, vuelve aproximadamente a su longitud ori-
ginal en wn corto tiempo, Son ejemplos de elastémeros previs;

tos para utilizacidn en el presente invento los cauchos de

" butadieno - estireno, caucho de butilo, neopreno, cauchos

de nitrilo, polisuwlfuros, poliacrilatos, pcliétileno cloro-
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sulfonado, poliuretanos y caucho fluorocarbonado., 51 cau;
cho de silicona, y mds deseablemente el caucho de fluoro~
gsilicona e, sin embarge preferido debido a su esﬁabilidad
térmica en wna amplia gams de temperaturas.,

La disposicién de acuerdo con el presente inven-
teo proporciona wn mayor camino de deriyacién eléetrica ex—
terno y no presenta la retencidén de humedad que se ha en-—
contrado que existe en piezas moldeadas en dos féses de
material de encapsulacién de resina. Ademds, el presente
invento proporciona una encapéulacién'que permite que el
miembro de wnidn y los contactos sean mantenidos juntos
durante la fabricacidn y pruebas eléctricas preliminares.,
En el caso en que el dispositivo semiconductor encapuéur
lado estd situado en wna configuracidn apilada que utili-
za placas disipadoras de calor, la encapsulacién del pre-
sente invento proporciona un cierre hermético contra con-
taminantes tales como agua, polvo, partfculas metdlicas,
¥y similares evitando que entren en la zona interior del
dispositivo y la zona de contacto de placa. E1 presente
invento resultard mds fdcilmente evidente de la siguien-
te deseripeidn de uma realizacidn preferida del mismo,
representade solaménte a modo de ejemple, en los dibu-
jos que se acompafian en los cuales:

La figura 1 es una vista en corte transversal

~ del dispositivo semiconductor encapsulado elastoméricamente
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de acuerdo con el presente invento; ¥y

La figura 2 es vna vista en corte transversal de
wn tiristor encapsulado de acuerdo con el presente inven=—-
to.

pon referencisa a la figura 1, el dispositivo 10
de wnidn incluye una pastilla 1l semiconductora con una
wnidn rectificadora p-n de un tipo bien conocido en la téc-
nica., Un par de electrodos 12, usualmente de molibdeno, es-
tén fundidos a la pastilla 11 semiconductora de un modo
bien conocido, Aunque ha sido descrita una wnidén rectifi-
cadora p-n, estd claro que cuelguier tipo de semicondue-
tor de disco es adecusdo en el presente invento cuando se
requiere encapsulacidn,

El dispositivo 10 de unidn estd destinado a apli-
carse con wn par de contactos 13. Los coatactos 13 incluycn
w area 14 que se ajusta al area de superficie de los elec~
trodos 12 pera asegurar que se proporciona contacto elée-
trico entre los electrodos 12 y los miembros 13 de contacto
sin pérdidas de potencia importantes. Los contactos 13 in-
cluyen preferiblemente una pestafla 15 circumferencial que
se extiende radialmente hacia el exterior y‘més alld del
perimetro del miembro 10 de unién, Preferiblemente, la pes-
tafia 15 incluye una parte plana 16 gque es sustancialmente
paralela a las superficies de contacto de los miembros 13.

Lo pestafia 15 estd también provista de un labio colgante

-6~



18 prra formsr une ranura junto con la propis pestafia,
que forma un canal 17 circunferencizl cuando los miem—
bros 13 de contacto y 10 de unidn estén colocados en re-
lacidén de apoyo a tope. Cuando el conjunto va g ser uti-
lizado en wn rsctificedor de elementos apilados o unidad
similar, es preferible que los miembros de contacto ine
cluyen una depresién 19 situzda en el centro del miembro
para zlinear un conjunto dentro de la unidad,.

El miembro 20 de encapsulacidén cilindrico, elas-
tomérico, incluye un elemento 21 de obturacidn que se ox-
tiende hacia el interier. EL elemento 21 de obturacidn
es de una forma adaptada para ajustarse eldsticamente a
la configuracidn del canal 17. El elemento 21 de obtura=-
c¢ién se acopla dentro del canal 17 cusnde los contacios
13 son comprimidos contra el miembro 10 de unidén. El la-
bio 18 de pestaila recalca el elemento de obiturccidn para
proporcionzr, en combinacién con el canal, wn cierre her-
mético para los miembros de unidn y de contacto. Cerca
de los bordes periféricos exteriores del miembro 20 hay
wn par de pestafias 22 que se extienden hacia el interior.
Las pestaflas 22 se extienden en wna longitud suficiente
para aplicarse a las pertes planas 16. Mediente lg apli~
cacién con las partes planas 16, el miembre 20 proporciona
rfuerza de compresidn suficiente para'mantener los contac~

tos 13 en aplicacién con el miembro 10 de wmidn durante
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la fabricacidn del conjunto.

El miembro 20 elastomérico estd hecho, prefe-
riblemente, de caucho de silicona debido a su capacidad
para permanccer blando y flexible en toda la gama de tem-
peraturzs que se encuentra usuvalmente en este tipo de dis-
pbsitivo. Las uniones de silicio, por ejemplo, funcionan
entre 190 grados y 200 grados centigrados, pero debido a
la disipacidn de calor se encuentra en la periferia del
dispositivo una temperatura de alrededor de 150 grados
centigrados. De este modo, cualquier material elaztomérico
es aplicable para wutilizacidén en el presente invento si
mantiene tanto sus propiedades fisicas como sus propieda-
des mecdnicas hasta alrededor de 150¢C,

Se ha encontrado muy adecuado para utilizacidn
en el presente invento un material tal como el tejido tu-
bular RNF-100, de poliolefina, fabricadoe por la Rayclad
Divisién de Raychem Corporation.

Los dispositives semiconductores encapsulados
del presente invento proporcionan capacidades eldctricas
superiores de tratamiento. Esto ez particuwlarmente cierto
cuando se utilizan en combinacidn con un conjunto de disipa-
dor de caler apilado., En esta disposicidn, estdn colocadas,
entre las placas del disipador de calor, diversas combina-
ciones de dispositivos semiconductores y aisladores. Por

ejemplo, colocando alternativamente entre placas conse-
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cutives dispositivos y aisladorcs y conectzndo elée~
tricamente las diversas placas, se consiguen las capacidades
de rectificacidn deseadas. Los dispositivos son comprimidos
mecdnicamente entre las placas para hacer las conexiones

eléctricas requeridas con los respectivos contzctos 13.

. Los dispositivos del presente invento tienen capacidades

dé operacién por encima de 4,000 voltios en comparacidn
con los dispositivos tipicos desgaseados, que tienen un
margen de 1,000 a 1200 voltios.

Adends, el presente invento proporciona un ca-
mino de derivacién exterior de corriente sustancialmente
mejor controlade., Es preferible evitar todo efecto de de-
rivacidn exterior y eliminar asi la derivacién del dispo-
sitivo. Como punte de consideracidén prdetica, sin embargo,
puede ocurrir descargs en arco entre las placas, por ejer~
plo, puede occurrir descarga en arco en wn dfa hdmedo, aypro-
ximadamente con una carga de 5,000 voltios pasando a través
de las placas., No obstante, manteniendo un camine auvmenta---
do de derivacidn exterior puede ser sustencialmente eliminads
la derivacidn en condiciones ambientales de funcionamiento
normal, E1l prescnte invento provee 1o necesario pera la uti-
lizacidén de tensiones aumentadas sin derivacidn, Las pesta-
fias 22 .situadas en la periferia del miembro 20 de encépsula-
do estdn destinadas a apoyar en las respectivas places disi-

padoras y a proporcionar wna obituracidn. El cierre as{ creade,



25

O6TTS

aungue no es totalmente hermético, impide la acumulacidn de
polvo y contaminantes que aumentarian la. Qescarga de. corriente
de derivacidn exterior que se ha encontrado que existe nor-
malmente,

El presente invento es Util con muchos otros ti~
poé de dispositivos semiconductores. Por ejemplo, en la
Figura 2 se representa un tiristor. Los contactos 23 son si-
milares a aquellos 2 que gse ha hecho referencia anteriormen-
te exceptuendo que estdn disefiados para alojar wn conjunto
30 de elemento de tiristor., E1 conjunto 30 es de un tipo que
es bien conoeido prra los expertos en la téenica e incluye
uwn electrodo 31 de control y un cénductor 32 terminal que es-
t4 conectado exteriormente a través del miembro 35 de encap-
suladoe. El conductor 32 estd mantenido en pesicidn por medio
de wn resorte 33 ¥y un situador 34 cerdmico. Tanto el resorte
33 como el situador 34 estdn colocados dentro del contacto
23, E1l conductor 32 estd enfundado con un revestiniento ais-

~lante tal como polietetrafluoretileno o similar, E1l miembro
35 incluye wn miembro 36 de manguito que pasa a través del
elemento de cierre para proporcionar un receptdculo cerrado
¥y un terminal para el conductor 32. E1l manguito 36 puede es-
tar heche de cualgquier metal o aleacidn adecuvado tal como alu-
minio, latén o cobre., Puede ser encapsulads apropiadamente
cualquier tipo de pestilla semiconductora dentre de un miembro.

elastomérico, de acuerdo con el presente invento.

~10-
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Avnque se han mostrado y descrito realizacilones
preferidas de momento, el invento puede ser realizado de
otro modo dentro del campo de las reivindicaciones anejas.

Esta solicitud que corresponde a la presentada
en Estados Unidos de América, el dia 26 de Octubre de 1971
bajo el nimero 192,468, se acoge a los beneficios del ar-

t{culo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

~REIVINDICACIONES=-

Los pwntos de Invencidn propia y nueva que se
presentan pzra que seandojeto de esta soliclitud de Paten-
te de Invencidén en Espafia por VEINTE afios son los siguien-
tes:

l.~Un dispositivo semiconductor encapsulado que
comprende una pastilla semiconductora que tiene wmido en
cada wne de sus caras wm electrodo, Yy un par de contactos
cilindricos sitwados a tope con un electrodo asociado y
que incluyen pestafias circunferenciales que se extienden
hacia el exterior; caracterizade por wi miembroe cilindrico
elastomérico de encapsulado que tiene un par de pestaflas
circunferenciales gue se extienden hacia dentro situsdas

para aplicarse con las pestaflas respectivamente gsociadas

~11l~
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de los miembros de contacto, y un elemento de obturacidn
que se extiende hacia el interior y que estd dispuesto po-
ra conformarse a compresién entre las pestailas del mienbro
de contacto para proporcioner un cierre hermético para la
pastilla. _

2,~-Un dispositivo semiconducior de acuerdo con
la reivindicacién 1, carscterizado porque las pestafias cir-
cunferenciales del miembro de encapsulado se aplican a la
parte exterior de la pestafia respectiva de los miembros de
contacto para proporcionar una sujecidén por compresidn del
dispositivo. 7 7

3.~Un dispositivo semiconductor de acuerdo con
la reivindicacidn 1 o la reivindicazcidén 2, carzcterizado
porque las pestafias circumferencizles del miembro de con-
tacto tienen ranuras opuestes en la cara interna de las
mismas formando asi un canal anular que recibe dicho ele-
mento de obturacién.

4.~-Un dispositivo semiconductor de acuerdo con
lag reivindicaciones 1, 2 o 3, caracterizado porque dicho
eldstomero comprende un caucho de silicona, '

5.~UN DISPOSITIVO SELICONDUCTOR ENCAPSULADO.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-~
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y

con los fines que se han especificado.

-]2-
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